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研究内容 
［１］PCD(ダイヤモンド焼結体)ブレードによる超

微細溝加工の開発 
 従来、溝入れ用加工にはダイヤ砥粒を結合剤で

固めたブレードが使用されるが、幅十数 µm 以下、
深さ 1mm 以上の極微細溝加工では、ブレードが
座屈変形して加工できない。そこで、極めて高い
座 屈 剛 性 を 持 つ 独 自 の PCD(Poly-Crystalline 
Diamond)ブレードを開発した(特許 5885369 号)。
PCD とは、ダイヤ粒子同士を高密度に圧縮結合さ
せたダイヤモンド多結晶材のこと。PCD 素材を円
盤状に一体成型加工し、ダイヤモンドの結晶粒界
を切れ刃として、クラックの無い延性モード微細
加工を行う。超硬合金に溝入れ加工した結果、従
来不可能であった幅 20µm，深さ 1mm の超高アス
ペクト比溝加工を実現した(図 1)。本微細加工技術
を基に、次世代半導体基板の加工技術や新しい切
れ刃形成技術の開発を推進する。 
(今後の展開が見込まれる応用分野) 
①半導体分野：SiC,GaN,ダイヤモンド基板加工[1] 
②医療分野：超音波プローブ端子の極細深溝加工 

 
図 1 超硬合金への溝加工例(幅 20µm，深さ 1mm) 

 
［２］化学機械研磨用ファイバコンディショナ開発 

半導体化学機械研磨 CMP(Chemical Mechanical 
Planarization)用のパッドコンディショナとして、
フレキシブルファイバーによるコンディショナ
を開発した(特許 5121756 号)。従来のダイヤ砥粒
埋込み式のコンディショナと比べ、結束した細い
ファイバーの先端で、パッド表面に倣いながらゼ
ロに近いすくい角を維持して極めて細かくパッ
ド表面を削り荒らす。セラミックスファイバーで
製作することで、コンタミネーションフリーの極
微細なパッド再生技術を構築する[2] (図 2) 
【成⻑型中⼩企業等研究開発⽀援事業(GoTech 事業)】 

 
図 2. フレキシブルファイバーコンディショナ 

 
［３］研磨パッド表面状態の物理化学的な定量化 
   半導体デバイス製造工程の一つである化学機
械研磨工程において、研磨パッドの表面状態は、
安定した研磨速度を維持する上で、非常に重要な
要素である。研磨パッド表面状態の定量化は、パ
ッド表面の幾何学的な粗さ以外に、研磨パッド表
面の化学的な状態も無視できない。本研究では、
パッド表面のコンタクトエリアのマップ化とコ
ンタクトエリアに蓄積される応力歪分布を基に
物理的な表面状態の定量化と、FTIR、ゼータ電位、
接触角などによるパッドの化学状態の解析を基
に、研磨メカニズムを考察し定量化を図る[3]。 

 
［４］表皮効果による渦電流を利用した銅化学機械
研磨プロセスにおける終点検出技術の開発 
表皮効果による渦電流を利用した銅膜の CMP

終点検出技術を開発した(特許 4319692 号)。検出
原理は、半導体銅配線形成のための化学機械研磨
除去過程において、表皮効果により高周波磁場が
銅膜に鎖交する状態へと遷移する際の渦電流の
極大点を基に、高精度に研磨終点を検出する。 
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